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OrCAD / Allegro, die skalierbare PCB-Design Software
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Besuchen Sie FlowCAD auf der electronica 2016 in Miinchen
(Halle A1, Stand 616) und erleben Sie die Vorstellung

der neuen, kostenlosen App von XJTAG, mit der

in OrCAD Capture die Testcoverage ermittelt und
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